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新規導入機器紹介

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 応用技術課　電気・電子担当　TEL：075-315-8634  FAX：075-315-9497  E-mail：ouyou@mtc.pref.kyoto.lg.jp

研究報告

光・マイクロ波・ミリ波関連の導入機器のご紹介
　光・マイクロ波・ミリ波技術は、通信・医療・分析・センシング分野等において今後ますます利用が期待されており、中小企業が取り
組む新技術・新製品開発には不可欠の技術になると考えられます。当センターにおいては、光・マイクロ波・ミリ波を測定可能な5種
類の装置の更新・新規機能の追加を行いましたのでご紹介します。

○アンテナ近傍界測定（18～110GHz）における指向特性評価、アンテナゲインの算出
○アンテナ遠方界測定（1～26.5GHz）における指向特性評価
○フリースペース法による電磁波シールド・吸収特性、誘電率・透磁率の測定（18～110GHz）
○2焦点型扁平空洞（Dual-Focus Flat Cavity：DFFC）による電磁波シールド特性の測定
○10MHz～26.5GHzでの光／電気変換特性及び4ポート差動線路評価

アンテナ近傍界測定システム

トピックス（今回導入した新たな機能）

○ベクトルネットワークアナライザ【アンリツ社製 ME7838A】
・測定周波数範囲　70kHz～110GHz
・2ポートSパラメータ測定
・アンテナ近傍界測定／遠方界変換評価（18～110GHz）
・フリースペース法による透過／反射特性、誘電率／複素誘電率測定、透磁率／複素
透磁率測定（18～110GHz）

○光コンポーネントアナライザシステム【アジレントテクノロジー社製 N4375D】

○サンプリングオシロスコープ【アジレントテクノロジー社製 86100D】
○光スペクトラムアナライザ【横河メータ＆インスツルメンツ社製 AQ6370C(Z)】
○電磁波シールド特性測定システム【アジレントテクノロジー社製 N9000A】
※上記装置のご利用につきましては、応用技術課　電気・電子担当にお問い合わせください。

・測定周波数範囲　0.01～26.5GHz
・4ポートSパラメータ測定
・アンテナ遠方界測定（1～26.5GHz）における指向特性評価
・光ポート　波長1310nm、1550nmとの併用によるO/E,EO周波数特性評価
・2焦点型扁平空洞（Dual-Focus Flat Cavity：DFFC）による電磁波シールド特性の
測定（1～15GHz）

79GHz標準ホーンアンテナ指向特性 フリースペース材料特性評価システム

主な測定器のご紹介

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 基盤技術課 材料・機能評価担当　TEL：075-315-8633  FAX：075-315-9497  E-mail：kiban@mtc.pref.kyoto.lg.jp

表面微細凹凸形状を有する
ダイヤモンドライクカーボンの創製に関する研究

■基盤技術課　服部 悟

 はじめに
　機械部品の摺動部をはじめとする物体同士が擦れる界面では、その表面状態が摺動特性に大きく影響することから、目的に応じ各種コー
ティング等さまざまな表面改質が行われています。また表面に機械加工やショットピーニングなどにより微細な凹凸を作ることで、トライボロ
ジー特性の向上が図られています。本研究では、高硬度で低摩擦係数の特性を持つダイヤモンドライクカーボン（DLC）に微細凹凸形状を形
成することで摺動特性の向上を目指し、成膜基材をメッシュ状のマスク材を用いて部分選択的に成膜を抑制し、微細凹凸形状を持つDLC皮膜
の形成を試みました。

 実験方法
　マスク材として市販のポリエステル製およ
びステンレス製の平織りメッシュ（目開き寸法
は約50、100、150、200μm）を用いました。
成膜基材にはシリコンウェハを用い①マスク
材を基材上に直接配置したもの、②基材とマ
スク材の間にスペーサを挟み間隔を設けた場
合について検討しました。

 結果
　ポリエステル製およびステンレス製のメッシュのいずれを用いた場合も、目開き
形状に応じたDLCを形成でき、50μmサイズの形状を有するDLCを成膜すること
ができました。
　また、マスク材と基材に間隔を設けて成膜することで、DLC断面形状がなだらか
に変化することが分かりました。

☆自社の製品にDLCを試してみませんか？
　DLCは高硬度、低摩擦係数といった摺動特性だけなく、耐食性や生体適合性といった優れた特性を利用し、近年では医療用具など
へも適用が広がっています。そのようなDLCですが、なかなか気軽に成膜してみるというわけにはいかないと思います。当センターで
は、PBIID方式DLC成膜装置を保有していますのでぜひ一度お試しください。詳しくは、下記担当までご相談ください。

写真 マスクを用いて形成したDLCの外観

メッシュサイズ50μｍ メッシュサイズ150μ

マスク－基材間隔とDLC断面形状の変化
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① ②

パルス電源

電極

スペーサ基材（シリコンウェハ）

炭素イオン
炭化水素イオン

マスク材（メッシュ）


